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Abstract (en)
This novel procedure makes a resistance material with positive temperature coefficient (PTC). A powder filler is admixed into a polymeric melt of
matrix material. The powder filler contains one or more of a boride, carbide, nitride, oxide or silicide. The material is solidified and the matrix cross
linked, using electron irradiation. In this new procedure, the radiation dose is 10kGy-75kGy preferably 25kGy-50kGy. The material thickness is 3
mm at most, preferably 1.3-2.5 mm. The material includes a polyethylene or ethylene copolymer, and may be a high density polyethylene. The filler
is preferably titanium boride. Filler particle size is 50 mm at most. The filler is etched before mixing in. The mixture is extruded, sprayed or pressed
from the melt, into plates.

Abstract (de)
Ein Material für einen PTC-Widerstand wird durch Zumischen eines pulverförmigen Füllstoffs, bestehend aus mindestens einer Metallverbindung aus
einer der Gruppen Boride, Karbide, Nitride, Oxide, Silicide zu einem semikristallinen thermoplastischen Matrixmaterial wie Polyethylen, insbesondere
HD-Polyethylen in der Schmelze, anschliessendes Extrudieren zu Platten von einer Dicke von 1,3 mm - 2,5 mm und Vernetzung der verfestigten
Platten durch Elektronenbestrahlung mit einer Dosis von 10 kGy - 75 kGy, vorzugsweise 25 kGy - 50 kGy hergestellt. Das Material ist reissfest und
zeichnet sich durch hohe Kennlinienstabilität vor mit tieferen oder höheren Dosen bestrahlten Proben aus.
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